
ビルドアップ
多層プリント配線板

１＋４＋１構造
ビルドアップ多層プリント配線板

２＋４＋２構造
ビルドアップ多層プリント配線板

株式会社ちの技研

■２段ビルドアップ構造

■スタックドＶＩＡ仕様も可能

■多彩なバリエーション

■社内アートワーク設計も
可能

■ダイレクトレーザー加工
ＶＩＡ径 １００～１５０μｍ
絶縁層厚 ６０～１００μｍ
銅箔厚 ５μｍ

■ＶＩＡフィルメッキ加工
樹脂埋め工程無し

■パッドｏｎＶＩＡも可能
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スタックドＶＩＡ
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